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Zuverlässige und kostengünstige Hochtemperatur-Elek-
tronik für die Elektromobilität auf Basis von Leiterplatten 
aus hochtemperaturbeständigen Harzsystemen (HELP)

Hochtemperatur-Elektronik für die Elektro-
mobilität
Leistungselektronik-Komponenten wie Antriebsumrich-
ter, Batterieladegeräte und elektrische Pumpen (z. B. für 
Kühlkreisläufe) stellen neben der Batterie und dem E-Motor 
die wichtigsten Komponenten in E-Fahrzeugen dar. Im 
Gegensatz zur Informationselektronik treten in der Leis-
tungselektronik von Elektrofahrzeugen hohe Ströme mit 
erheblichen Verlusten auf, die punktuell zu hohen Wärme-
belastungen führen. Die in Elektrofahrzeugen eingesetzte 
Leistungselektronik kann daher nicht aus herkömmlichen 
Standardleiterplatten aufgebaut werden. Sie benötigt spe-
zielle Leiterplattenmaterialien. Bisher eingesetzt werden 
Materialien aus Keramik. Keramische Leiterplattenmate-
rialien zeichnen sich durch eine hervorragende Tempe-
raturstabilität und Wärmeleitfähigkeit aus, haben jedoch 
deutliche Nachteile, u. a. wegen ihres aufwendigen und 
kostenintensiven Herstellungsprozesses. Hieraus resultiert 
ein großer Forschungsbedarf an kostengünstiger und
zuverlässiger, hochtemperaturbeständiger Elektronik für 
zukünftige Elektrofahrzeuge.

Ziel des Vorhabens ist die Erforschung von zuverlässiger 
und kostengünstiger Elektronik für die Elektromobili-
tät. Auf Basis neuer Harzsysteme werden hochtem-
peraturbeständige Kunststoff-Leiterplatten und Ver-
gussmassen entwickelt. Die komplette Elektronik des 
Antriebsumrichters, d. h. Leistungs-, Treiber- und Steuer-
elektronik, wird auf diesen HT-Leiterplatten aufgebaut 
und soll neue Elektrik- und Elektronik-Architekturen er-
möglichen (siehe Abbildung).

Die Verbundpartner erwarten so einen deutlichen 
Kostenvorteil im Vergleich zur bisherigen Leistungs-
elektronik. Ebenso wird eine höhere Zuverlässigkeit der 
Elektrofahrzeuge erwartet. Der Kühlaufwand soll reduziert 
und die Antriebsumrichter kleiner und leichter gestaltet 
werden, woraus eine erhöhte Reichweite der zukünftigen 
E-Fahrzeuge resultiert. Die neuen hochtemperaturbestän-
digen Kunststoff-Leiterplatten könnten auch in anderen 
Bereichen wie z. B. in der Luft-und Raumfahrt oder bei der 
regenerativen Energieversorgung eingesetzt werden.
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